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  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球晶圆解键合材料市场销售额达到了2.77亿美元，预计2032年将达到4.51亿美元，年复合增长
率（CAGR）为7.2%（2026-2032）。
晶圆解键合材料是用于临时固定器件晶圆与玻璃、硅或其他载体，并在减薄、背面刻蚀、沉积、重布线及封装工序完成后
实现低应力分离的半导体工艺材料，主要包括临时键合胶、激光或光热释放层、热/溶剂可剥离膜及辅助胶带。核心指标包
括键合强度、耐温与耐化学性、总厚度变化、低放气、解键合能量窗口、残留和薄晶圆损伤控制，通常需要与载体、涂布
及解键合设备协同验证。综合毛利率约58%。
下游需求主要来自3D IC、TSV、HBM、Chiplet和扇出型封装，以及功率器件、MEMS和化合物半导体的超薄晶圆加工。随
着晶圆厚度下降、封装尺寸扩大和背面工艺增加，产线对临时支撑强度、低应力解键合和良率稳定性的要求持续提高，材
料由研发验证逐步转向量产耗材。
产品升级集中在低温键合与高温耐受兼顾、激光或光子快速释放、预制薄膜化、低放气、低残留和更宽工艺窗口。供应端
仍以美国和日本专业材料厂商为主，材料通常与玻璃载体、涂布设备和解键合设备形成成套验证，客户更换供应商需要经
过较长的可靠性和洁净度认证。
亚洲是主要需求区域，采购集中在中国台湾、韩国、中国大陆和日本的晶圆厂、封测厂及先进封装产线。本土替代机会主
要在激光释放层、临时键合膜和高温胶体系，但仍面临设备兼容性、批次一致性、残留污染和客户平台锁定等风险；无载
体加工或其他薄晶圆支撑路线的发展也可能分流部分需求。
报告范围
本报告研究全球与中国市场晶圆解键合材料的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的
主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025
年，预测数据为2026至2032年。
主要厂商包括：
  Brewer Science
  3M
  东京应化工业
  JSR
  力森诺科
  积水化学
  AI Technology
  日东电工
  Mitsui Chemicals ICT Materia
  Shin-Etsu MicroSi
按照不同耐受工艺温度，包括如下几个类别：
  低温级（≤180°C）
  标准温度级（>180–250°C）
  高温级（>250–300°C）
  超高温级（>300°C）
按照不同解键合方式，包括如下几个类别：
  激光触发解键合
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  热触发解键合
  溶剂触发解键合
  UV产气解键合
  直接机械解键合
按照不同供货形态，包括如下几个类别：
  液态涂布材料
  干膜材料
  胶带材料
  固态蜡质材料
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  基于TSV的3D IC封装
  扇出型晶圆级封装
  扇出型面板级封装
  功率与射频半导体制造
  MEMS与传感器制造
  光电与显示器件制造
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
  印度
  东南亚
章节概要
第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
第3章：全球晶圆解键合材料主要地区分析，包括销量、销售收入等
第4章：全球范围内晶圆解键合材料主要厂商竞争分析，主要包括晶圆解键合材料产能、销量、收入、市场份额、价格、产
地及行业集中度分析
第5章：全球晶圆解键合材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、晶圆解键合材料产品型号、销量、收入、价格及最新
动态等
第6章：全球不同耐受工艺温度晶圆解键合材料销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用晶圆解键合材料销量、收入、价格及份额等
第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
第10章：报告结论
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